
证券代码：300131 证券简称：英唐智控

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别 ☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议

☐ 媒体采访 业绩说明会

☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动

☐ 现场参观

☐ 其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名
线上参加公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者

时间 2026年05月11日 15:00-17:00

地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动

上市公司接待人员姓名

董事长 胡庆周

董事、财务总监 杨松

董事会秘书、副总经理 李昊

独立董事 陈俊发

投资者关系活动主要内容

介绍

1.请问董事长先生延期至今年9月份的MEMS微振镜研发及产业

化项目能如期达到可用状态吗？计划产能是多少？该项目坐落于何

处？谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！公司目前MEMS项目已开发1mm、1.6mm、

4mm、8mm多规格样品，其中φ1.6mm、φ4mm规格产品在报告期内分

别在医疗成像、工业领域取得客户批量订单，除此之外公司也与国

内外一批头部客户达成了深入合作，针对激光投影（车载场景及消

费级场景）、激光雷达和医疗器械等领域展开定制化开发服务，其

他规格的MEMS微振镜产品开发亦正按计划稳步推进。项目产线目前

已经在日本子公司英唐微技术实现量产，目前正在积极建设国内供

应链。公司将严格按照信息披露要求及时披露项目进展。感谢您的



关注。

2.电子元器件分销占营收 9 成以上，去年这块业务毛利率下滑

明显，今年有没有企稳回升的可能？

答:尊敬的投资者，您好！根据公司2025年年度报告，电子元器

件分销业务仍是公司的重要业务板块，2025年受电子行业供需格局

变化及行业竞争影响，分销产品毛利率较上年同期有所下降。但公

司正积极调整产品策略，聚焦高景气赛道。同时，公司持续加大芯

片设计制造业务的研发投入，以提升综合竞争力。关于2026年分销

业务毛利率的具体情况，公司将根据市场环境及经营策略动态调整。

感谢您的关注。

3.公司车载芯片业务现在都通过了那些整车厂的认证？

答:尊敬的投资者，您好！公司车载DDIC/TDDI产品已取得境内

外多个仪表屏、中控屏项目定点，例如已交付至国内车企的8.4寸项

目、海外客户的12.3寸、21.6寸等项目。此外，公司与多家汽车OEM

厂商及Tier1（一级供应商）建立了深入且良好的合作关系，多个项

目在持续推进过程中，具体整车厂认证信息因商业保密条款暂未公

开披露。感谢您的关注。

4.公司正在收购的光隆集成现在开始量产128通道的产品了

吗？

答:尊敬的投资者，您好！目前光隆集成小通道的OCS产品已经

进入市场，128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。感谢

您的关注。

5.胡董事长您好，请问公司并购工作最新进展情况如何，谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！标的公司年度审计数据近期已更新，

公司已披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）》（修订稿）及相关公告，并拟于2026年5

月15日召开股东会审议本次交易相关事项。感谢您的关注。

6.现在已经是5月份了，光隆集成的一季度数据应该已经出来

了，请问光隆集成一季度财务数据值得期待吗？

答:尊敬的投资者，您好！光隆集成业务呈现积极发展态势：一

方面受益于光模块客户扩产带来的光开关需求及询单量持续增长，

另一方面OCS产品在光通信领域市场需求日益凸显，且国内客户对产

品通道数要求显著提升。感谢您的关注。

7.存储芯片业务去年增长不错，现在主要给哪些客户供货，今

年能否继续保持高增长？



答:尊敬的投资者，您好！公司主要代理国内厂家存储芯片，服

务客户集中在AI、手机、平板、PC等消费类产品领域。2026年将根

据市场环境及经营策略动态调整。感谢您的关注。

8.收购光隆集成和奥简微电子总价 8.08 亿元，目前审批进度

怎么样，什么时候能并表？

答:尊敬的投资者，您好！公司将于5月15日召开股东会审议相

关收购的事项，并经深交所、中国证监会等机构审批后方可实施。

关于并表时间，公司将严格遵循会计准则，在完成资产交割、取得

控制权后及时纳入合并报表范围，具体进度将根据监管审核及交割

情况确定。感谢您的关注。

9.请问董事长先生2025年底美股光模块巨头Lumentum的CEO是

否到贵公司参加过调研活动？双方有进行积极互动吗？谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！公司调研活动情况请参考已披露的《投

资者关系活动记录表》。公司始终秉持开放态度与产业链伙伴保持

行业、技术及业务交流。感谢您对公司的关注。

10.公司转型半导体 IDM，目前芯片设计、制造、封测各环节进

展到哪一步了？

答:尊敬的投资者，您好！公司主营业务为电子元器件分销，芯

片设计制造及软件研发销售等业务。截至目前，公司自研核心芯片

产品MEMS微振镜、车载显示芯片（DDIC/TDDI）等均已实现批量生产，

芯片设计、制造、封装等各供应链环节已打通。感谢您的关注。

关于本次活动是否涉及应

披露重大信息的说明
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有）

日期 2026年05月11日
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